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(57) Abstract: The invention concerns a method for making an electronic device, comprising at least an electronic and/or an electric 
^ circuit. The invention is characterised in that all or part of said circuit is produced by jet spraying drops of material. More particularly, 
, the invention concerns a method for making a portable integrated circuit electronic device, by transferring an integrated circuit chip 
|j£ (10) onto a support film (15) provided with connection pads (18). The invention is characterised in that the connection between the 
OO bump contacts (1 1) of the chip (10) and the connection pads (18) of the support film (15) is produced by jet spraying a conductive 
!>■ material (50). 

O (57) Abrege: Proce'de de fabrication d'un dispositif e*lectronique, comportant au moins un circuit electronique et/ou electrique, 
® caractense en ce que tout ou partie dudit circuit est realist par jet de gouttes de matiere. L' invention concerne plus particulierement 
O un procede de fabrication d*un dispositif electronique portable a circuit integre, une puce de circuit integre (10) etant reportee sur 
^ un film support (15) muni de plages de connexion (18), caracte'rise en ce que la connexion entre les plots de contact (11) de la puce 
5^ (10) et les plages de connexion (18) du film support (15) est realisee par jet de matiere conductrice (50). 
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PROCEDE DE FABRICATION DE TOUT OU PART IE D'UN 
DISPOSITIF ELECTRON I QUE PAR JET DE MATIERE 

L' invention concerne un procede de fabrication d'un 
dispositif electronique ou electrique. 

L' invention propose de realiser tout ou partie de 
5 ce dispositif par jet de matiere sur une base support 
de 1' electronique dudit dispositif. La matiere ejectee 
peut etre de la matiere conductrice et/ou isolante. 

Le jet de matiere, dont la direction et. la quantite 
peuvent etre parfaitement maitrisees, permet de 
10 realiser des pistes conductrices, des points de 
connexion, des protections isolantes sur et autour de 
puces de circuit integre. II est egalement possible de 
realiser une antenne, par exemple, par jet de matiere 
conductrice sur un support isolant, ou une capacite, 
15 par exemple, par superposition de couches metalliques 
et isolantes, ou tout autre dispositif electronique ou 

electrique connu. 

La presente invention concerne plus 

particulierement la fabrication d'un dispositif 
20 electronique portable, comportant au moins une puce de 
circuit integre disposee dans un support et 
electriquement reliee a des elements d' interface 
constitues par un bornier de connexion et/ou par une 
antenne . 

25 ces dispositifs electroniques portables constituent 

par exemple des cartes a puce avec et/ou sans contact 
ou encore des etiquettes electroniques. 

Les cartes a puce avec et/ou sans contact sont 
destinees a la realisation de diverses operations 

30 telles que, par exemple, des operations bancaires, des 
communications telephoniques , diverses operations 
d' identification, ou des operations de type 
telebilletique. 
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Les cartes a contact comportent des metallisations 
affleurant la surface de la carte, disposees a un 
endroit precis du corps de carte, defini par la norme 
usuelle ISO 7816. Ces metallisations sont destinees a 
5 venir au contact d'une tete de lecture d' un lecteur en 
vue d'une transmission electrique de donnees. 

Les cartes sans contact comportent une antenne 
permettant d'echanger des informations avec l'exterieur 
grace a un couplage electromagnet ique entre 
10 1' electronique de la carte et un appareil recepteur ou 
lecteur. Ce couplage peut etre effectue en mode lecture 
ou en mode lecture/ecriture, et la transmission de 
donnees s' effectue par radiof requence ou par 
hyper frequence . 

15 il existe egalement des cartes hybrides ou 

« combicards » qui comportent a la fois des 
metallisations affleurant la surface de la carte et une 
antenne noyee dans le corps de la carte. Ce type de 
carte peut done echanger des donnees avec l'exterieur 

20 soit en mode contact, soit sans contact. 

Telles qu'elles sont realisees actuellement, les 
cartes, avec ou sans contact, sont des elements 
portables de faible epaisseur et de dimensions 
normalisees. La norme ISO 7810 definie les dimensions 

25 nominale d'une carte de format standard qui correspond 
a 85 mm de longueur, 54 mm de largeur et a 0.76 mm 
d' epaisseur moyenne. 

La majorite des procedes de fabrication de carte a 
puce est basee sur 1' assemblage de la puce de circuit 

30 integre dans un sous-ensemble appele micromodule qui 
est relie a une interface de communication et encarte, 
c' est a dire place dans une cavite menagee dans le 
corps de carte, en utilisant des techniques connues de 
l'homme du metier. 
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La figure 1 est un schema synoptique des 
differentes etapes de fabrication d' un micromodule 
selon des techniques classiques . 

Dans un premier temps, une machine positionne les 
puces de circuit integre sur un film support 
dielectrique ou metallique muni de plages de connexion. 
Les connexions entre les plots de contact de chaque 
puce et les plages de connexion correspondantes sont 
alors realisees par cablage filaire par exemple, ou par 
tout autre moyen connu . Une etape de protection suit, 
dans laquelle chaque puce et ses connexions sont 
enrobees dans une resine dite d' encapsulation qui doit 
ensuite etre polymerisee dans une etuve pendant un 
temps donne . 

Les etapes de positionnement , de connexion et de 
protection sont generalement realisees en ligne dans un 
precede continu. L' etape de polymerisation, longue et 
necessitant un appareillage lourd, interrompt cette 
linearite avant la decoupe des micromodules. 

Un precede classique de fabrication est illustre 
sur la figure 2. Un tei procede consiste a coller une 
puce de circuit integre 10 en disposant sa face active 
avec ses plots de contact 11 vers le haut, et en 
collant sa face opposee sur une feuille de support 
dielectrique 15. La feuille dielectrique 15 est elle- 
meme disposee sur une grille de contact 18 telle qu'une 
plaque metallique en cuivre nickele et dore par 
exemple. Des puits de connexion 16 sont pratiques dans 
la feuille dielectrique 15 afin de permettre a des fxls 
de connexion 17 de relier les plots de contact 11 de la 
puce 10 aux points de connexion de la grille 18. Ces 
fils 17 sont generalement soudes aux deux extremites 
par des ultrasons. 
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Selon certaines variantes, il est possible de 
coller la puce 10, face active vers le haut, 
directement sur la grille de contact 18, puis de la 
connecter par cablage filaire 17. 
5 Dans une telle variante, la grille 18 est deposee 

sur un support dielectrique 15 et les plages de contact 
et de connexion de ladite grille sont definies par 
gravure chimique ou tout autre moyen connu . 

Une etape de protection ou d' encapsulation vient 

10 ensuite proteger la puce 10 et les fils de connexion 17 
soudes. On utilise generalement une technique appelee 
« glob top » en terminologie anglaise, qui designe 
1'enrobage de la puce par le dessus. Cette technique 
consiste a verser une goutte de resine 20, a base 

15 d' epoxy par exemple, thermodurcissable ou a 
reticulation aux ultraviolets, sur la puce 10 et ses 
fils de connexion 17. 

La figure 3 illustre une variante de realisation 
dans laquelle la puce 10 est connectee a la grille 

20 metallique 18 selon un procede de « flip chip » qui 
designe une technique connue dans laquelle la puce est 
retournee . 

Dans l 1 exemple illustre, la puce 10 est connectee a 
la grille metallique 18 au moyen d'une colle 350 a 

25 conduction electrique anisotrope bien connue et souvent 
utilisee pour le montage de composants passifs sur une 
surface. Les plots de contact 11 de la puce 10 sont 
places en vis a vis des plages de connexions de la 
grille 18. Cette colle 350 contient en fait des 

30 particules conductrices elastiquement deformables qui 
permettent d'etablir une conduction electrique suivant 
l'axe 2 (c'est a dire suivant l'epaisseur) lorsqu f elles 
sont pressees entre les plots de sortie 11 et les 
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plages de connexion de la grille 18, tout en assurant 
une isolation suivant les autres directions <x,y). 

Dans une variante de realisation, la connexion 
electrique entre la puce 10 et la grille 18 peut etre 
5 amelioree par des bossages 12, en alliage thermof usible 
de type Sn/Pb ou en polymere conducteur, realises sur 
les plots 11 de la puce 10. 

Le support dielectrique 15 avec la puce 10 collee 

... . „ =r - ia resine 20 est decoupe pour 
et protegee par J. a " 5illc 

10 constituer un micromodule 100. 

Dans le cas d' une carte a puce a contact, le 
mi cromodule 100 est encarte dans la cavite d'un corps 
de carte prealablement decore . Le corps de carte est 
realise selon un precede classique, par exemple par 
15 injection de matiere plastique dans un moule. La cavite 
est obtenue soit par fraisage du corps de carte, sort 
par injection au moment de la fabrication du corps de 
carte dans un moule adapte. 

L' operation d' encartage peut etre effectuee par 
20 depot d'une colle liquide dans la cavite du corps de 
carte avant report du micromodule. 

Une autre technique d' encartage consiste a deposer 
un film adhesif thermoactivable par lamination a chaud 
sur le film dielectrique 15 pref erentiellement avant la 
25 decoupe du micromodule 100. Ce dernier est alors 
encarte dans la cavite du corps de carte et colle en 
reactivant 1' adhesif thermoactivable par . pressage a 
chaud au moyen d'une presse dont la forme est adaptee a 

celle de la cavite. 
30 ~~ D ans le cas d'une carte a puce sans contact ou 
d'une etiquette electronique, le micromodule 100 est 

connecte a une antenne. 

L'antenne peut etre realisee sur un support isolant 
constitue par du PVC ou du PE ou tout autre materxau 
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adapte ( Polychlorure de Vinyle, Poly Ethylene) . Elle 
est constituee d'un materiau conducteur, et peut etre 
deposee en bobine, par serigraphie d'encre conductrice, 
ou par gravure chimique d' un metal depose sur un 
5 support isolant. Elle peut presenter la forme d'une 
spirale ou tout autre motif selon les applications 
souhaitees . 

La connexion entre l'antenne et la grille 
metallique 18 peut etre realisee par soudure 
10 etain/plomb ou par collage conducteur ou lamination, ou 
par tout autre technique connue adaptee. 

Le corps de la carte sans contact est alors 
realisee par lamination a chaud de films plastiques 
pour avoir l'epaisseur finale ou par coffrage d'une 
15 resine entre des feuilles dielectriques separees par 
une entretoise. 

Dans le cas d'une etiquette electronique, 
l'antenne, dans sa forme definitive, est choisie par 
moulage du corps de 1' etiquette autour de 
20 1' electronique ou par lamination de films plastiques ou 
encore par insertion dans un boitier plastique. 

11 s'avere que ces technologies connues de 
fabrication presentent un grand nombre d' operations 

25 entrainant un cout eleve. 

En ■ particulier, l'etape de connexion entre les 
plots de contact de la puce de les plages de connexion 
de la grille metallique necessite un appareillage 
precis et lourd. 

30 En effet, les machines de soudure ultrasons 

utilisees pour un cablage filaire sont encombrantes et 
onereuses. De meme, la connexion selon le procede dit 
de « flip chip », bien que de plus en plus utilise, 
necessite des conditions operatoires lourdes et des 
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etapes preliminaires telles que la realisation de 
bossages, ou bumps en terminologie anglaise, qui 
constituent des prolongements en materiau conducteur 
des plots de contact de la puce. En outre, la puce doit 

5 etre retournee. 

De plus, lorsqu'une protection par resine est 
realisee, il est generalement necessaire de proceder au 
fraisage de la resine pour adapter sa forme et son 
epaisseur, ce qui constitue une operation longue, 
in delicate, couteuse et stressante pour la puce. 

En outre, les resines utilisees sont generalement 
des resines thermiques, un passage en etuve etant alors 
necessaire pour polymeriser la protection, ce qui 
represente une etape couteuse en temps et en materiel. 
1S ' D e plus, 1' etape de polymerisation interrompt la 

' linearite de la fabrication entre les etapes 

d' encapsulation et de decoupe des micromodules, ce qui 
ralentit necessairement la cadence de production. 

Le but de la presente invention est de pallier aux 
inconvenients de l'art anterieur. 

A cet effet, la presente invention propose un 
precede de fabrication d'un dispositif electronique ou 
electrique realise en tout ou partie par jet de gouttes 



20 



25 de matiere. 

La presente invention propose plus particulierement 
un precede de fabrication d'un dispositif electronique 
de type carte a puce permettant de realiser, en ligne, 
les etapes d' isolation, de connexion et de protection 
de la puce rapidement et avec precision. 

En outre, 1' invention permet principalement de 
simplifier 1' etape de connexion de la puce en realisant 
la connexion par un jet de matiere conductrice. 



30 



BNSDOCID: <WO 0077854A1_I_> 



WO 00/77854 



PCT/FR00/01551 



La presente invention concerne un procede de 
fabrication d'un dispositif electronique, comportant au 
moins un circuit eiectronique et/ou electrique, 
caracterise en ce que tout ou partie dudit circuit est 
5 realise par jet de gouttes de matiere. 

Selon une caracter is tique, ledit circuit comporte 
des elements ou composants conducteurs dont tout ou 
partie est realise par jet de gouttes de matiere 
conductrice . 

10 Selon une autre caracterist ique ledit circuit 

comporte des elements isolants ou zones isolantes dont 
tout ou partie est realise par jet de gouttes de 
matiere isolante. 

Selon les applications, 1' element conducteur est 

15 choisi parmi une piste conductrice, un circuit 
conducteur, une connexion, un plot ou point de 
connexion . 

Selon d'autres applications, 1' element conducteur 
est un composant eiectronique et/ou electrique choisi 
20 parmi une resistance, un fusible, une self, une 
capacite, une antenne. 

Selon une autre caracter is tique , la matiere 
isolante constitue une protection mecanique ou 
constitue une isolation electrique d'un element 
25 conducteur ou semi-conducteur . 

Selon une application, ladite matiere isolante est 
disposee entre les plans conducteurs d'une capacite ou 
condensateur . 

L' invention concerne plus part icul ierement un 
30 procede de fabrication, une puce de circuit integre 
etant reportee sur un film muni de points de connexion, 
caracterise en ce que les connexions entre les plots de 
contact de la puce et les points de connexion sont 
realisees par jet de gouttes de matiere conductrice. 
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L' invention s' applique egalement a un precede de 
fabrication, une puce de circuit integre etant reportee 
sur un support, caracterise en ce qu' il comporte en 
' outre une etape d' isolation des tranches de puce, 
5 1' isolation etant realisee par jet de gouttes de 
matiere isolante. 

L' invention concerne egalement un precede de 
fabrication, une puce de circuit integre etant reportee 
sur un support et connectee a des points de connexion, 
10 caracterise en ce qu' il comporte en outre une etape 
d'enrobage par une matiere protectrice de la puce et de 
ses connexions, ledit enrobage etant realisee par jet 
de gouttes de matiere isolante. 

Selon une variante de realisation, la matiere 
15 conductrice comporte des particules metalliques. 

Selon une autre variante de realisation, la matiere 
conductrice comporte un materiau polymere conducteur. 

Selon une variante de realisation, la matiere 
isolante comporte une resine cationique a reticulation 

20 aux ultraviolets. 

Selon une autre variante de realisation, la matiere 
isolante comporte une resine thermo-polymerisable . 

Selon un mode de realisation pref erent iel , les jets 
de gouttes de matiere sont realises au moyen d'une tete 
25 d' ejection piezoelectrique . 

Selon un autre mode de realisation, les jets de 
gouttes de matiere sont realises au moyen d'une tete 
d' ejection thermique. 

Selon un autre mode de realisation, les jets de 
30 gouttes de matiere sont realises au moyen d'une tete 
d' ejection a jet continu devie. 

Selon un mode de realisation, les tetes d' ejection 
comportent une pluralite de buses de maniere a 
effectuer un unique passage par puce. 
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Selon un autre mode de realisation, le support se 
deplace de maniere indexee, les tetes d' injection 
effectuant alors plusieurs passages sur chaque puce. 

L' invention concerne egalement un procede de 
5 fabrication, caracterise en ce que tout ou partie d'un 
element ou composant electronique est realise sur un 
support, simul tanement a sa connexion a des points de 
connexion, par jet de gouttes de matiere conductrice. 

Selon une caracterist ique, les points de connexion 
0 se situent sur un autre composant electronique. 

Selon une autre application du procede, une 
pluralite de puces de circuit integre etant disposees 
sur un support, les connexions entre les puces, 
espacees les unes des autres, sont realisees par jet de 
gouttes de matiere conductrice. 

Selon une variante de realisation, une pluralite de 
puces de circuit integre etant disposees sur un 
support, les connexions entre les puces, empilees les 
unes sur les autres, sont realisees par jet de gouttes 
de matiere conductrice. 

Selon une caracteris t ique de la variante 
precedente, un depot de matiere isolante entre les 
faces actives de chaque puce empilees est realise par 
jet de gouttes de matiere isolante. 

Selon une autre application du procede, un pont 
isolant est realise entre des pistes conductrices 
croisees par jet de gouttes de matiere isolante. 

Selon une autre application du procede, un support 
dielectrique perfore portant des plages de contact d'un 
module electronique et des amenees de courant etant 
realisees sur la face opposee, lesdites amenees sont 
realisees par jet de gouttes de matiere conductrice a 
travers les perforations. 
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L' invention concerne en outre un dispositif 
electronique co.portant un circuit electronique et/ou 
electrique, caracterise en ce que tout ou partie dudit 
circuit se compose de points de matiere obtenus par 3 et 

5 de gouttes de matiere. 

Selon une caracterist ique , les points de matiere 
presentent une resolution superieure ou egale a 60 Dpi. 

Selon une variante, ledit dispositif comporte des 
elements conducteurs dont tout ou partie se compose de 
10 points de matiere conductrice obtenus par 3 et de 

gouttes de matiere. 

Selon une autre variante, ledit dispositif comporte 
en outre des elements rsolants ou zones isolantes dont 
tout ou partie se compose de points de matiere isolante 
15 obtenus par jet de gouttes de matiere. 

Selon les applications, 1' element conducteur est 
choisi parmi une piste conductrice, un circuit 
conducteur, une connexion, un plot ou un point de 
connexion- 

2 0 Selon une autre application, 1' element conducteur 

est un composant electronique et/ou electrique. 

Selon les applications, le composant est choisi 
parmi une resistance, un fusible, une self, une 

capacite, une antenne . 
25 ' selon une caracteristique, la matiere isolante 

constitue une protection mecanique d' elements 
conducteurs. 

Selon une application, la matiere isolante 
constitue une isolation electrique d' elements 

30 conducteurs. 

Selon une application, la matiere isolante est 
disposee entre les plans conducteurs d' une capacite ou 
d' un condensateur . 
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Selon une autre application, la matiere isolante 
constitue un support du dispositif tel qu'une carte, ou 
un film support, ou un enrobage. 

Selon une caracteristique, le circuit comporte au 
5 moins une puce de circuit integre. 

Selon une variante de realisation, le circuit 
comporte une pluralite de puce de circuit integre 
empilees, les connexions entre lesdites puces se 
composant de points de matiere conductrice obtenus par 
10 jet de matiere. 

Selon une autre variante, circuit comporte en outre 
une isolation entre les faces actives de chaque puce 
empilee, 1' isolation se composant de points de matiere 
isolante obtenus par jet de matiere. 
15 L' invention s' applique en outre a un module 

electronique biface comportant des plages de contact 
sur un support dielectrique, le support comportant des 
perforations respectivement au niveau de chaque plage 
de contact et comportant des amenees de courant sur la 
20 face opposee du support a travers lesdites 
perforations, caracterise en ce que les amenees de 
courant se composent de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de matiere. 

L' invention s' applique egalement a un element 
25 conducteur tel qu'une antenne ou une resistance, 
caracterise en ce que tout ou partie dudit element et 
sa connexion se composent de points de matiere 
conductrice obtenus par jet de gouttes de matiere. 

L' invention concerne de meme un dispositif 
30 electronique portable tel qu'une carte a puce a 
contact, caracterise en ce que les plages de contact de 
la carte se composent de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de matiere. 
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L' invention concerne de meme un dispositif 
electronique portable tel qu'une carte a puce sans 
contact ou tel qu'une etiquette electronique, 
■ caracterise en ce que 1'antenne et la connexion des 
5 plots de contact de la puce a 1'antenne se composent de 
points de matiere conductrice obtenus par jet de 
matiere. 

L' invention s' applique en outre a un circuit 
imprime comprenant des pistes conductrices deposees sur 
10 un support, caracterise en ce que les pistes se 
composent de points de matiere conductrice obtenus par 
jet de gouttes de matiere conductrice. 

L' invention s' applique de meme a une carte de 
circuit imprime comportant des composants electroniques 
et/ou electriques, des pistes conductrices, et des 
points de connexion disposes sur un support, 
caracterise en ce que les pistes et les points de 
connexion se composent de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de gouttes de matiere conductrice. 

Selon une caracteristique, les connexions des 
composants aux pistes conductrices ou points de 
connexion se composent de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de gouttes de matiere conductrice. 

Selon une autre caracteristique, les composants 
25 sont proteges par une couche de matiere isolante 
constitute de points de matiere isolante obtenus par 
jet de gouttes de matiere isolante. 
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La presente invention permet d' obtenir, avec 
precede simple et economique un micromodule 
electronique de faible epaisseur. 

L' utilisation d'un jet de matiere permet en effet 
de controler parfaitement la forme et le volume des 
elements du dispositif. 
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En particulier, le procede selon 1' invention permet 
de realiser les etapes d' isola tion, de connexion et de 
protection en ligne de maniere continue, avec une 
technologie commune et sans aucun contact avec le 
support et les puces de circuit integre. 

En outre, le procede est entierement digital, un 
changement dans le motif de connexion, dans la taille 
des puces ou dans le posit ionnement des puces sur le 
film ne necessite aucun changement de materiel, mais 
seulement une modification du programme de commande des 
tete d' ejection de matiere. 

De plus, les matieres utilisees pour les etapes 
d' isolation, de connexion et de protection sont de 
nature permettant une polymerisation (si necessaire) 
rapide a l'air libre ou par exposition aux 
ultraviolets . 

En outre, le procede de fabrication selon 
1' invention presente 1'avantage de simplifier 
considerablement la connexion des puces aux plages de 
connexion de la grille, et plus par t iculierement 
d'affiner la precision de ces connexions. 

De plus, les etapes d' encapsulation et de fraisage 
sont supprimees au profit d' une etape de protection 
realisee par jet de matiere isolante. La protection 
ainsi obtenu constitue alors un film epousant 
parfaitement la forme du micromodule et dont 
l'epaisseur est minimisee. Le procede permet de 
controler le volume de la protection obtenue et ainsi 
le volume global du composant. 

Enfin, le procede selon 1' invention permet 
d'atteindre des cadences superieures a 57000 pieces par 
heure, contre 6000 pieces par heure dans un procede de 
fabrication classique. 
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D'autres particularities et avantages de 1' invention 
apparaitront a la lecture de la description qui suit 
donnee a titre d' exemple illustratif et non limitatif 
et faite en reference aux figures annexees dans 
5 lesquelles : 

- La figure 1, deja decrite, est un schema 
synoptique des etapes de fabrication d' un 
micromodule selon un procede classique ; 

- La figure 2, deja decrite, est un schema en 
10 coupe transversale illustrant un procede 

traditionnel de fabrication d' un micromodule ; 

- La figure 3, deja decrite, est un schema en 
coupe transversale illustrant un procede 
traditionnel de fabrication d'un micromodule 

15 avec une variante de realisation dans la 

connexion de la puce ; 

- La figure 4, est un schema synoptique des etapes 
de fabrication du procede selon la presente 
invention 1' invention ; 

20 - La figure 5 illustre schematiquement le 

deroulement des etapes du procede de fabrication 
selon la presente invention ; 

- La figure 6 est un schema en perspective d'une 
des etapes du procede de fabrication selon la 

25 presente invention ; 

- La figure 7 illustre 1 ' application du procede 
selon 1' invention a une carte a puce ; 

- La figure 8 illustre 1 ' application du procede 
selon 1' invention a une carte de circuit 

30 imprime ; 

- La figure 9 illustre 1 ' application du procede 
selon 1' invention a une capacite ; 

- La figure 10 illustre une vue en coupe de 
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1' application du procede selon 1' invention a un 
empilement de puces ; 
- La figure 11 illustre 1 ' application du procede 
selon 1 ' invention a une antenne ; 
5 - Les figures 12a et 12b illustrent respect ivement 

la face arriere et la face avant d'un module 
biface obtenu par le procede selon 1' invention. 

La description qui suit se refere plus 
10 particulierement a un procede de fabrication d'un 

dispositif electronique portable du type carte a puce 

ou etiquette electronique. 

En se referant a la figure 4, le procede selon 

1' invention propose de realiser les etapes de connexion 
15 et de protection en continu avec la meme technologie. 

Tel que cela est connu de l'art anterieur, des 

puces de circuit integre sont positionnees sur un film 

support dielectriques muni de plages de connexion, ou 

directement sur une grille metallique. 
20 Une etape d' isolation est mentionnee. Elle est 

indispensable dans le cas ou le semi-conducteur de la 

puce de circuit integre utilisee presente une tranche 

conductrice. Dans le cas contraire, cette etape est 

supprimee . 

25 De meme, une etape de polymerisation est mentionnee 

apres chaque etape du procede. La polymerisation est 
necessaire selon le type de matiere utilisee pour 
realiser ces differentes etapes. Pre f erentiellement , 
des materiaux sans polymerisation ou a polymerisation 

30 rapide a l'air libre ou aux ultraviolets sont utilises 
dans le cadre de ce procede. 

Enfin, 1' etape de protection peut etre supprimee 
dans le cas d' un report du micromodule obtenu dans un 
corps de carte par un procede connu de surmoulage. 
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En se referant a la figure 5, le film support 15 
comporte des plages de connexxon 18 et des puces de 
circuit integre 10 reportees selon des techniques 
classiques . 

5 L' invention propose pr incipalement de realiser la 

connexion 51 entre les plots de contact 11 de chaque 
puce 10 et les plages de connexion 18 par jet de 
matiere conductrice 50. Cette matiere conductrice 50 
peut etre composee de particules metalliques ou d' un 
TO polymere conducteur, par exemple. 

Une tete d' ejection 55 depose un jet de matiere 
conductrice 50 de maniere a realiser une connexion 51 
reliant chaque plot de contact 11 d' une puce a la plage 
de connexion 18 cor respondante . 
15 Avantageusement, le jet de matiere conductrice 50 

permet d'obtenir une connexion 51 fine et precise, 
quelque soit le motif des plages de connexion 18. En 
effet, il est possible d' imprimer un chemin de 
conduction nan lineaire pour realiser une connexion 51. 

Preferentiellement, une tete d' ejection 55 
comportant une pluralite de buses utilisant une 
technologie piezoelectrique , ou « piezo », est utilisee 
pour realiser les connexions 51. Cette technologie est 
avantageusement independante de la viscosite des 
25 materiaux a injecter et elle ne met pas en contact le 
materiau ejecte et les electrodes de mise en oeuvre de 
la t g t s 

-En outre, les tete d' eDection de type « piezo » 
sont actuellement parmi les plus rapides, et il est 
30 courant d' atteindre des frequences disponibles de 12.24 
et 40 kHz, ce qui permet de garantir des vitesses 
d' ejection de gouttes suffisamment rapides pour des 
applications industrielles . 
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La resolution des buses de la tete d' ejection 55 
est preferentiellement elevee, de 300 a 600 Dpi (Dot 
per inch en unite de mesure anglaise, points par 
pouce), afin de garantir un trace de piste de connexion 
5 51 precis et dense si necessaire. 

Cette resolution des buses peut cependant evoluee 
avec la technique future. 

L' isolation des tranches de chaque puce (si 
necessaire) est preferentiellement realisee par jet de 
0 matiere isolante 60. Cette matiere isolante 60 peut 
etre composee d'une resine cationique a reticulation 
aux ultraviolets, par exemple, ou d'une resine de type 
thermopolymerisable, par exemple. 

Une resine thermopolymerisable est chauffee avant 
5 d'etre ejectee, et refroidi au contact du support 15 et 
de l'air ambiant. Une telle resine polymerise done 
rapidement a l'air libre et son utilisation ne ralentit 
pas la cadence de production. 

Dans le cas ou une resine a reticulation aux 
0 ultraviolets est utilisee, une etape intermediate de 
polymerisation est alors realisee, dans la continuity 
du procede de fabrication, par un passage en ligne sous 
des lampes a ultraviolets. 

Le jet de matiere isolante 60 permet de bien 
maitriser l'epaisseur et 1 ' emplacement de la protection 
61 deposee. 

Une deuxieme tete d' ejection 65 est alors utilisee. 
Cette tete 65 peut egalement etre une tete « piezo » ou 
une tete d' ejection a jet continu devie, ou une tete 
d' ejection thermique, par exemple. 

Neanmoins, la technologie « piezo » constitue un 
mode de realisation pref erentiel . En effet, les 
materiaux utilises dans les deux autres techniques 
doivent etre de faible viscosite, et ils sont 
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generalement soumis a un potentiel electrique entre la 
buse d' ejection et la goutte de matiere a e.ecter. 

La resolution des buses de la tete d< ejection 65 
peut etre une resolution dite basse, par exemple de 65 
5 a 100 Dpi. En effet, le niveau de precision n« est pas 
aussi important que dans la realisation des connexions 

La protection de 1' ensemble du micromodule (si 

i ~™~r,r rpalisee par la technique du 
necessaire) est egalement reaiisee p 

in iet de matiere. 

une troisieme tete d' ejection 75 delivre un ,.t de 
matiere isolante 70 recouvrant i'ensemble de la face 
active de la puce 10 et les connexions 51. 

Avantageusement, cette protection 7! construe un 
1B fill ^ protection epousant parfaitement la forme du 

„ Pr dont l'epaisseur est largement 

micromodule et aonu r . 

gouttes d' encapsulation generalement 



inferieure aux gourdes 

obtenues par la technique classigue du « glob top » 
lucune etape de fraisage n' est par consequent 

20 necessaire. rate 
Du fait que les differentes buses de la tete 
rejection 75 peuvent etre commandees individuellement 

„ r 1'inaisseur de la protection 71 
la forme geometnque et 1 epaisseur oe y „„„, ble 
ser ont parfaitement concrOlees. II est arnsr possible 

25 de realiser un enrobage de protection de la puce 10 et 
1 ses connexions 51 gui corresponds a un volume 
complemented de la cavite dans ^ 
micromoduie sera place, corn™ la cav.te d'un corps 

rar te par exemple. 

La matiere isolante 70 utilises peut etre une 
resine thermopolymerisable, par exemple. 

La troisieme tete d' ejection 75 



30 



. , ., r\& tvoe « piezo » 

preferentiellement de type r 



comme les 
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precedentes, mais elle peut egalement etre thermique ou 
a jet continu devie par exemple. 

Les epaisseurs des couches de matiere deposees 
respectivement pour 1' isolation des tranches 61, la 
connexion 51 et la protection 71 dependent de la 
resolution et du nombre de passage des tetes d' ejection 
55, 65 e.t 75 respectives. Ainsi, pour une resolution de 
600 Dpi, on obtient une couche presentant une epaisseur 
comprise entre 4 et 9 jim, alors que pour une resolution 
de 80 Dpi, 1' epaisseur de la couche sera comprise entre 
80 et 100 urn. 

Le procede selon 1' invention permet ainsi d'obtenir 
des micromodules d' epaisseur maitrisee et avec une 
cadence de fabrication nettement superieure a celle des 
15 procedes classiques. 

La figure 6 illustre schemat iquement , en 
perspective, une des etape de depot de matiere selon la 
presente invention, en 1' occurrence 1'etape d' isolation 
des tranches de puce. 
20 Selon un mode de realisation pref erent iel , les 

puces 10 sont disposees sur le film support 15 par 
rangee de deux. 

Une double tete d' ejection 65 comprenant un 
important nombre de buses injectent de la matiere 
25 isolante 60 sur les tranches de chaque puce 10. 

Les trois tetes d' ejection 55, 65, 75 sont 
pref erentiellement placees dans des systemes en ligne 
afin de garantir une cadence de production maximale. 

Selon les specif icites des tetes d' ejection 55, 65, 
75 utilisees, differents types de montage peuvent etre 
envisages pour la chaine de production. 

Par exemple, dans le cas ou le film support 15 
defile de maniere continue, 1' utilisation de tetes 
presentant un grand nombre de buses d f ejection est 
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souhaitable afin de tenir une cadence de production 
superieure ou egale a 57000 pieces a l'heure. 

Dans le cas ou le film support 15 se deplace de 
' facon indexee, 1 ' uti 1 isation de tetes presentant un 
5 petit norabre de buses d' ejection peut etre envisageable 
sans comprornettre la cadence de production. II est 
alors possible dans ce cas de deplacer les tetes en 
plusieurs passages au dessus de chague puce. 

II est evident que la cadence sera superieure av.ec 
10 un film defilant en continu et des tetes d' ejection 
comportant un grand nombre de buses, neanmoins de 
telles tetes sont plus couteuses. 

Les etapes du procede de fabrication selon 
1' invention etant realisees en serie, la cadence 
15 globale sera imposee par l'etape de cadence la plus 
faible. Avec des frequences de travail comprises entre 
2 kHz et 40 kHz, et des resolution de tete d' ejection 
comprises entre 60 et 600 Dpi, on obtient une cadence 
minimale de 8 puces par seconde et par voie, pour une 
20 puce de 10 mm de longueur. Ainsi, les puces etant 
generalement disposees par rangees de deux sur le film 
support,, la cadence minimale est de 57600 puces a 
1' heure . 

Les frequences de travail et les resolutions des 
25 buses des tetes d' ejection sont susceptibles d' evoluer 
avec la technique future. 

La resolution des points de matiere depend de 
1' application que 1 ' on souhaite realiser. 

Ainsi, pour une connexion, la resolution peut etre 
30 superieure ou egale a 600 Dpi, alors que pour une 
isolation des tranches de la puce, la resolution peut 
etre comprise entre 200 et 300 Dpi, et pour une 
protection mecanique par enrobage dans une resine, la 
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resolution peut etre seulement superieure ou egale a 60 
Dpi . 

Dans le cas d'une connexion a 600 Dpi, et en 
fonction du materiau conducteur utilise, les points 
5 obtenus peuvent presenter une epaisseur variant entre 4 
et 9 |im avec un diametre d' environ 60 nm. La connexion 
peut en outre etre composee de plusieurs couches de 
points de matiere conductrice. 

10 La figure 7 illustre 1 ' appl icat ion du procede selon 

1' invention a la realisation d'une carte a puce. 

Une puce de circuit integre 10 est reportee dans la 

cavite 120 d'un corps de carte 200 prealablement 

decoree par des pistes de contact 19. Ces pistes 19 
15 sont avantageusement realisees par jet de gouttes de 

matiere conductrice selon le procede decrit dans la 

presente invention . 

Lors du report du micromodule 100 constitue par la 

puce 10 et par ses plages de connexions 18, ces 
20 dernieres seront en liaison avec les plages de contact 

19 pour une communication electrique. 

Ainsi, dans une telle application, les pistes de 

contact 19, les plages de connexions 18 et les pistes 

de connexion entre ces elements conducteurs peuvent 
25 etre realises en tout ou partie par jet de gouttes de 

matiere conductrice selon le procede de 1' invention. 

La figure 8 illustre 1 ' application du procede selon 

1' invention a la realisation d'une carte de circuit 

imprime . 

30 Dans l'exemple illustre, une telle carte comporte 

des pistes conductrices Pi, des points de connexion 8 
et un emplacement reserve 9 pour une puce de circuit 
integre. Une telle carte peut egalement comporter au 
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xnoins une capacite C, une resistance R et une antenne 
A. 

Les pistes conductrices Pi, les points de 
' connexions 8, la resistance R et 1' antenne A peuvent 
5 gtre realises directement sur le support de la carte CI 
par jet de gouttes de matiere conductrice. 

Ces- composants, ainsi que la puce, peuvent etre 
proteges par enrobage dans une matiere isolante deposee 
par jet de goutte de matiere isolante. 
10 L La carte de circuit imprime CI peut egalement 
comprendre une capacite C realisee selon le precede de 
1 ' invention . 

La figure 9 illustre 1' application du precede selon 
1' invention a la realisation d'une capacite. 

15 une couche en materiau conducteur M peut etre 

deposee par jet de gouttes de matiere conductrice, sur 
laquelle on superpose une couche de matiere isolante 
deposee par jet de gouttes de matiere isolante, une 
deuxieme couche en materiau conducteur M deposee de 

20 selon le meme precede terminant la capacite C. 

Les electrodes El et E2 peuvent egalement etre 
realisee selon le precede de jet de matiere de la 

presente invention. 

La figure 10 illustre 1' application du precede 
25 selon 1' invention a la realisation d' un empilement de 
puces de circuit integre. 

Une puce 10 de circuit integre est reportee sur un 
support 15 muni de points de connexion 18. Une 
isolatxon des tranches de la puce 10 peut etre realisee 
30 selon le precede de 1' invention par jet de matiere 
isolante 61, puis la puce 10 est connectee aux points 
de connexion 18 par jet de matiere conductrice 51. Une 
protection peut alors etre realisee par jet de matrere 
isolante 1 1 - 
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Une seconde puce 10' , de dimensions inferieures a 
celle de la precedente, peut etre reportee sur la 
premiere 10 et connectee aux pistes conductrices 51 de 
la premiere puce 10. 
5 On peut ainsi realiser, avec le procede selon 

1' invention, un empilement de puces de circuit integre, 
connectees entre elles par jet de matiere conductrice 
et protegees par enrobage dans de la matiere isolante 
deposee par jet de matiere. 
10 La pile de puces de circuit integre ainsi obtenu 

est compacte et facile a connecter. 

La figure 11 illustre 1 ' appl ica t ion du procede 
selon 1' invention a la realisation d'une antenne. 

Les spires de 1' antenne A sont realisees par jet de 
15 matiere conductrice sur un support dielectrique 
quelconque. L' utilisation du jet de matiere permet de 
maitriser parfaitement la forme de 1' antenne A ainsi 
que l'espacement entre les spires qui peut etre 
minimise . 

20 Des points de connexion 8 sont realises, egalement 

par jet de matiere conductrice, afin de permettre la 
connexion de 1' antenne A a un autre composant 
electronique . 

Selon le motif choisi, un pond isolant 80 est 
25 realise, par jet de matiere isolante, par dessus les 
spires de 1' antenne A afin d' amener les points de 
connexion 8 a un emplacement donne. 

Les figures 12a et 12b illustrent 1 ' application du 
procede selon 1' invention a la realisation d'un module 
30 biface 300 avec des amenees de courant. 

La figure 12a illustre la face arriere 305 du 
module et la figure 12b la face avant sur laquelle se 
trouve les contacts 306. 
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Des perforations 310 sont realisees dans le support 
du module 300 afin de permettre a des amenees de 
courant de connecter la face arriere 305 avec les plots 
de contact 11 de la face avant 306. 

Selon 1' invention, ces amenees de courant sont 
realisees par jet de matiere conductrice a travers les 
perforations 310. 
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REVINDICATIONS 



1. Procede de fabrication d'un dispositif 
electronique, comportant au moins un circuit 
electronique et/ou electrique, caracterise en ce que 
tout ou partie dudit circuit est realise par jet de 

5 gouttes de matiere. 

2. Procede de fabrication selon la revendicat ion 1 
caracterise en ce que ledit circuit comporte des 
elements ou composants conducteurs dont tout ou partie 

10 est realise par jet de gouttes de matiere conductrice. 

3. Procede de fabrication selon la revendicat ion 1 
ou 2 caracterise en ce que ledit circuit comporte des 
elements isolants ou zones isolantes dont tout ou 

15 partie est realise par jet de gouttes de matiere 
isolante . 



4. Procede de fabrication selon la revendicat ion 2 
caracterise en ce que 1' element conducteur est choisi 

20 parmi une piste conductrice, un circuit conducteur, une 
connexion, un plot ou point de connexion. 

5. Procede de fabrication selon la revendication 2 
caracterise en ce que 1' element conducteur est un 

25 composant electronique et/ou electrique. 

6. Procede de fabrication selon la revendication 5 
caracterise en ce que le composant est choisi parmi une 
resistance, un fusible, une self, une capacite, une 

30 antenne. 



BNGBSSIB: a WO 007T03IIA l_l_> 



PCT/FROO/01551 

WO 00/77854 27 



10 



15 



7. Procede de fabrication selon la revendication 3, 
caracterise en ce que ladite matiere isolante constitue 
une protection mecanique ou constitue une isolation 
electrique d'un element conducteur ou semi-conducteur . 

8. Procede de fabrication selon la revendication 3, 
caracterise en ce que ladite matiere isolante est 
disposee entre les plans conducteurs d' une capacite ou 
d'un condensateur . 

9. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1, 2 ou 4, une puce de circuit integre 
(10) etant reportee sur un support (15) muni de points 
de connexion (18), caracterise en ce que les connexions 
entre les plots de contact (11) de la puce (10) et les 
points de connexion (18) sont realisees par jet de 
gouttes de matiere conductrice (50) . 

10. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1, 3, 7 ou 9, une puce de circuit 
integre (10) etant reportee sur un support (15), 
caracterise en ce qu' il comporte en outre une etape 
d' isolation des tranches de puce (10), 1' isolation (71) 
etant realisee par jet de gouttes de matiere isolante 

25 (70) . 

11. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1, 3, 7, 9 ou 10, une puce de circuit 
integre (10) etant reportee sur un support (15) et 
connectee a des points de connexion (18), caracterise 
en ce qu' il comporte en outre une etape d' enrobage par 
une matiere isolante protectrice de la puce (10) et de 
ses connexions (51), ledit enrobage (61) etant realisee 
par jet de gouttes de matiere isolante (60) . 
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12. Procede de fabrication selon la revendica tion 
9, caracterise en ce que la matiere conductrice 
comporte des particules metalliques. 

5 

13. Procede de fabrication selon la revendication 
9, caracterise en ce que la matiere conductrice 
comporte un materiau polymere conducteur. 

10 14. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 10 a 11, caracterise en ce que la 
matiere isolante comporte une resine cationique a 
reticulation aux ultraviolets. 

15 15. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 10 a 11, caracterise en ce que la 
matiere isolante comporte une resine thermo- 
pol ymeri sable . 

20 16. Procede de fabrication selon l'une quelconque 

des revendications 9 a 11, caracterise en ce que les 
jets de gouttes de matiere conductrice et isolante sont 
realises au moyen de tetes d' ejection pi ezoelectr ique 
(55, 65, 75). 
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17. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
des revendications 10 a 11, caracterise en ce que les 
jets de gouttes de matiere isolante sont realises au 
moyen de tetes d' ejection thermique (65, 75). 

18. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
des revendications 10 a 11, caracterise en ce que les 
jets de gouttes de matiere isolante sont realises au 
moyen de tetes d' ejection a jet continu devie (65, 75). 
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19. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
des revendications 16 a 18, caracterise en ce que les 
tetes d' ejection (55, 65, 75) comportent une pluralite 
de buses de maniere a effectuer un unique passage par 
puce (10).. 

20. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
des revendications 16 a 18, le support (15) se 
deplacant de maniere indexee, caracterise en ce que les 
tetes d' injection (55, 65, 75) effectuent plusieurs 
passages sur chaque puce (10) . 

21. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1 a 2 ou 4 a 6, caracterise en ce que 
tout ou partie d' un element ou composant electronique 
est realise sur un support, simultanement a sa 
connexion a des points de connexion, par jet de gouttes 
de matiere conductrice. 

22. Procede de fabrication selon la revendica t ion 
21, caracterise en ce que les points de connexion se 
situent sur un autre composant electronique. 

23. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1 a 2 ou 4, une pluralite de puces de 
circuit integre etant disposees sur un support, 
caracterise en ce que les connexions entre les puces, 
espacees les unes des autres, sent realisees par jet de 

30 gouttes de matiere conductrice. 

24. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 1 a 2 ou 4, une pluralite de puces de 
circuit integre . etant disposees sur un support, 
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caracterise en ce que les connexions entre les puces, 
empilees les unes sur les autres, sont realisees par 
jet de gouttes de matiere conductrice. 



5 25. Procede de fabrication selon la revendica tion 

24, caracterise en ce qu'un depot de matiere isolante 
entre les faces actives de chaque puce empilees est 
realise par jet de gouttes de matiere isolante. 

10 26. Procede de fabrication selon l'une des 

revendications 1 ou 3, caracterise en ce qu'un pont 
isolant, situe entre des pistes conductrices croisees, 
est realise par jet de gouttes de matiere isolante. 

15 27. Procede de fabrication selon l'une des 

revendication 1 a 2 ou 4 , un support dielectrique 
perfore portant des plages de contact d' un module 
electronique et des amenees de courant etant realisees 
sur la opposee, caracterise en ce que lesdites amenees 

20 sont realisees par jet de gouttes de matiere 
conductrice a travers les perforations. 

28. Dispositif electronique comportant un circuit 
electronique et/ou electrique, caracterise en ce que 

25 tout ou partie dudit circuit se compose de points de 
matiere obtenus par jet de gouttes de matiere. 

29. Dispositif electronique selon la revendication 
28, caracterise en ce que les points de matiere 

30 presentent une resolution superieure ou egale a 60 Dpi. 



30. Dispositif electronique selon l'une des 
revendications 28 ou 29, caracterise en ce que ledit 
dispositif comporte des elements conducteurs dont tout 
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ou partie se compose de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de gouttes de matiere. 

31. Dispositif electronique selon l'une des 
revendications 28 ou 29, caracterise en ce que le 
dispositif comporte des elements isolants ou zones 
isolantes dont tout ou partie se compose de points de 
matiere isolante obtenus par jet de gouttes de matiere. 

32. Dispositif electronique selon la revendication 
30, caracterise en ce que 1' element conducteur est 
choisi parmi une piste conductrice, un circuit 
conducteur, une connexion, un plot ou un point de 
connexion . 

33. Dispositif electronique selon la revendication 
30, caracterise en ce que 1' element conducteur est un 
composant electronique et/ou electrique. 

20 34. Dispositif electronique selon la revendication 

33, caracterise en ce que le composant est choisi parmi 
une resistance, un. fusible, une self, une capacite, une 
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antenne . 



35. Dispositif electronique selon la revendication 
31, caracterise en ce que la matiere isolante constitue 
une protection mecanique d' elements conducteurs. 

36 Dispositif electronique selon la revendication 
31, caracterise en ce que la matiere isolante constitue 
une isolation electrique d' elements conducteurs. 

37. Dispositif electronique selon la revendication 
36, caracterise en ce que la matiere isolante est 
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disposee entre les plans conducteurs crime capacite ou 
d' un condensateur . 

38. Dispositif electronique selon la revendicat ion 
31, caracterise en ce que la matiere isolante constitue 
un support du dispositif tel qu'une carte, ou un film 
support, ou un enrobage. 

39. Dispositif electronique selon l'une des 
revendications 28 ou 29, caracterise en ce que le 
circuit comporte au moins une puce de circuit integre. 

40. Dispositif electronique selon la revendicat ion 

39, caracterise en ce que le circuit comporte une 
pluralite de puce de circuit integre empilees, les 
connexions entre lesdites puces se composant de points 
de matiere conductrice obtenus par jet de matiere. 

41. Dispositif electronique selon la revendication 

40, caracterise en ce que le circuit comporte en outre 
une isolation entre les faces actives de chaque puce 
empilee, 1' isolation se composant de points de matiere 
isolante obtenus par jet de matiere. 

42. Module electronique biface comportant des 
plages de contact sur un support dielectrique, le 
support comportant des perforations respecti vement au 
niveau de chaque plage de contact et comportant des 
arnenees de courant sur la face opposee du support a 
travers lesdites perforations, caracterise en ce que 
les arnenees de courant se composent de points de 
matiere conductrice obtenus par jet de matiere. 
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43. Element conducteur tel qu'une antenne ou une 
resistance, caracterise en ce que tout ou partie dudit 
element et sa connexion a des points de connexion se 
composent de points de matiere conductrice obtenus par 
jet de matiere. 

44. Dispositif electronique portable tel qu'une 
carte a puce a contact, caracterise en ce que les 
plages de contact (19) de la carte, se composent de 
points de matiere conductrice obtenus par jet de 
matiere . 



45. Dispositif electronique portable tel qu'une 
carte a puce sans contact ou tel qu'une etiquette 
15 electronique, caracterise en ce que 1' antenne et la 
connexion des plots de contact (11) de la puce (10) a 
1' antenne se composent de points de matiere conductrice 
obtenus par jet de matiere. 



46. Circuit imprime comprenant des pistes 
conductrices deposees sur un support, caracterise en ce 
que les pistes se composent de points de matiere 
conductrice obtenus par jet de gouttes de matiere 
conductrice . 

47. Carte de circuit imprime comportant des 
composants electroniques et/ou electriques ,. des pistes 
conductrices, et des points de connexion disposes sur 
un support, caracterise en ce que les pistes et les 
points de connexion se composent de points de matiere 
conductrice obtenus par jet de gouttes de matiere 
conductrice . 
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48. Carte selon la revendicat ion 47, caracterise en 
ce que les connexions des composants aux pistes 
conductrices ou points de connexion se composent de 
points de matiere conductrice obtenus par jet de 

5 gouttes de matiere conductrice. 

49. Carte selon la revendicat ion 47, caracterise en 
ce que les composants sont proteges par une couche de 
matiere isolante constitute de points de matiere 

0 isolante obtenus par jet de gouttes de matiere 
isolante . 
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